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DESCRIPCION
Procedimiento de fracturacion

La invencién concierne a un procedimiento para la produccién de entalladuras o secciones de entalladura de
fracturacion en un componente segun el preambulo de la reivindicacion 1.

El documento US 5 208 979 A revela un procedimiento de este tipo.

Para dividir un buje de cojinete en un fondo de cojinete y una tapa de cojinete se utiliza crecientemente en los
Ultimos tiempos la fracturacion o fraccionamiento. En este caso, se producen por medio de energia laser
entalladuras de fracturacion dispuestas diametralmente una con respecto a otra en las paredes periféricas del buje
de cojinete y se fractura entonces el buje de cojinete por la utilizacion de un mandril de fraccionamiento. Estos
procedimientos de fracturacion se describen, por ejemplo, en el documento WO 2006/000463 A1 de la solicitante.
Dado que las piezas fracturadas, por ejemplo la tapa de cojinete y el fondo de cojinete, deben ensamblarse de
nuevo tras la fracturacién, en la solicitud antes citada se propone realizar la entalladura de fracturacién en forma
ondulada, por ejemplo en forma sinusoidal, de modo que sea posible el posicionamiento relativo de los dos
componentes de una forma sencilla.

En el documento EP 0 808 228 B1 de la solicitante se describe un procedimiento de fracturacion en el que se
configura la entalladura de fracturacion a la manera de una perforacion que se genera por medio de un laser
pulsado.

Asimismo, el documento US 5208979 A describe un procedimiento en el que se utiliza un laser para generar
entalladuras de fracturacion.

En la practica se ha visto que las entalladuras de fracturacion fabricadas segun un procedimiento de este tipo
requieren una mecanizacion posterior relativamente extensa en la que, antes del ensamble de los componentes
fracturados, debe desbarbarse la superficie de rotura. Ademas, se ha visto que en el caso de componentes
revestidos, por ejemplo bielas, el revestimiento puede ensuciarse o deteriorarse, de modo que también debe
realizarse por desbarbado una eliminacién de estas zonas de canto deterioradas.

En el documento WO 03/076188A1 se explica un procedimiento para producir una estructura de superficie en
planchas de impresion por medio de energia laser.

Por el contrario, la invenciéon se basa en el problema de crear un procedimiento para producir una entalladura de
fracturacion o una seccion de entalladura de fracturacion en el que se reduzca el coste de una mecanizacion
posterior.

Este problema se resuelve por medio de un procedimiento con las caracteristicas de la reivindicacion 1.

Segun la invencion, las entalladuras o secciones de entalladura de fracturacion dispuestas diametralmente una con
respecto a otra se practican en una pared periférica de un buje de cojinete por medio de energia laser, formandose
la entalladura no por medio de un rayo laser con un diametro de foco relativamente grande, sino que se utiliza un
rayo laser enfocado con mucha precision, de modo que la entalladura debe formarse pasando varias veces sobre
ella con el rayo laser. Los laseres de este tipo con diametro relativamente pequefio de foco del rayo laser se utilizan,
por ejemplo, como laseres de rotulacion, controlandose el rayo laser por medio de un sistema de desviacion del rayo
de una manera similar a lo que ocurre con un escaner, de modo que la geometria de la entalladura se puede formar
con mayor precision.

Segun la invencion, se prefiere que se emplee un laser de vanadato, por ejemplo un laser de Nd:YVO4(vanadato de
itrio).

Por ejemplo, en la mecanizacién de bielas o culatas de cilindros se utiliza un rayo laser con un diametro de foco de
menos de 60 um, preferiblemente alrededor de 20 um. Los laseres de rotulacién de este tipo se pueden activar con
mucha sencillez de tal modo que se puedan eliminar los cantos periféricos de la entalladura y no es necesario un
desbarbado posterior.

La tecnologia segun la invencion se puede utilizar de manera especialmente ventajosa en piezas de trabajo
revestidas, por ejemplo bielas provistas de una aleacion de cobre.

Otros perfeccionamientos ventajosos de la invencion son objeto de otras reivindicaciones subordinadas.

A continuacion, se describe con mas detalle un ejemplo de realizacion preferido con ayuda de un dibujo
esquematico.

En motores de alta potencia para turismos o camiones se utilizan frecuentemente bielas con un buje de biela grande
revestido. En este caso, se aplica una aleacion de cobre, por ejemplo por medio de inyeccion de plasma, sobre la
superficie periférica interior del buje de biela grande. En los procedimientos de fracturacion convencionales se
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practican en esta superficie periférica interior del buje de biela grande dos entalladuras de fracturacion
diametralmente dispuestas que, por ejemplo, pueden fabricarse de manera continua o en forma de una perforacion.
Con respecto a los detalles se hace referencia al documento EP 0 806 228 B1 de la solicitante citado al principio. No
obstante, particularmente en poleas revestidas era necesaria en este caso una considerable mecanizacion posterior
para eliminar las secciones de revestimiento ensuciadas o deterioradas. Esta desventaja se supera porque, en lugar
de un rayo laser con diametro de foco relativamente grande, se utiliza un rayo laser muy fino con diametro de foco
pequefio. Los laseres con requisitos de este tipo se utilizan, por ejemplo, como laseres de rotulacion en los que el
rayo laser se controla por medio de un sistema de desviacion del rayo. Han resultado especialmente adecuados los
laseres de vanadato pulsados, que se pueden activar con alta calidad del rayo. La activacién puede realizarse, por
ejemplo, segun el procedimiento Q-Switch, en donde se realiza una conmutacién de calidad por medio de un médulo
optico, de modo que puedan generarse impulsos de laser muy fuertes. Estos laseres son conocidos y por ello se
puede prescindir de explicaciones adicionales.

Segun la invencién, por medio de un laser de este tipo se forman una entalladura de fracturacion o unas secciones
de fracturacion regulares y cualitativamente de alto valor pasando varias veces sobre el componente con el laser y
activando correspondientemente el sistema de desviacion del rayo. En este caso, el sistema de desviacion del rayo
se activa, por ejemplo, de modo que se pase finalmente sobre las zonas de los cantos periféricos de la entalladura
de fracturacion para que, en estas zonas de los cantos, se realicen una eliminacion de material insignificante y, por
tanto, una depuracion de las zonas de cantos, con lo que se retiran las zonas de revestimiento deterioradas o
ensuciadas y, por tanto, se previene una exfoliacion del revestimiento durante el uso.

La unica figura muestra una vista tridimensional de una tapa de cojinete 1 de un buje de biela grande fracturado,
cuya superficie periférica interior esta provista de un revestimiento 2. El desarrollo del plano de fracturacion esta
predeterminado por unas entalladuras de fracturacion 4, 6 que se forman diametralmente opuestas una a otra en la
pared periférica interior del buje de biela. Segun la invencién, las entalladuras de fracturacion, que terminan
aproximadamente en forma de V o de cono en seccién transversal, se forman pasando varias veces con el laser
sobre las zonas correspondientes de la pared periférica interior. Por tanto, por medio de la activaciéon precisa del
sistema de desviacion del rayo se puede fabricar una entalladura de fracturacion con calidad excelente,
depurandose las zonas de los cantos, es decir, particularmente las zonas a lo largo de las cuales esta formado el
revestimiento 2, de modo que se realiza practicamente un “desbarbado” por medio del rayo laser. Dado en tales
laseres de rotulaciéon se aporta relativamente poca energia a la zona de la entalladura de fracturacion, pueden
excluirse transformaciones de estructura no deseadas en la zona del plano de fracturacion. Ademas, se previene un
deterioro o ensuciamiento del revestimiento. En entalladuras de fracturaciéon practicadas de esta forma se puede
prescindir de un rectificado y desbarbado de las superficies de fracturacion después del proceso de fraccionamiento.

Por supuesto, el procedimiento segun la invenciéon no se limita a la mecanizacién de componentes revestidos, en
particular bielas, sino que se pueden formar entalladuras de fracturacién practicamente en cualesquiera
componentes que deban fracturarse por medio de un procedimiento de fraccionamiento.

El procedimiento segun la invencion se puede materializar con un coste técnico minimo en dispositivos, ya que se
pueden conseguir en el mercado laseres de rotulacion adecuados con un sistema preciso y rapidamente activable
de desviacion del rayo. Una ventaja adicional de este tipo de sistemas laser consiste en que estos se pueden
reprogramar con un coste minimo para modificar la geometria de la entalladura o hacer posible la mecanizacion de
otras geometrias de los componentes.

Se revela un procedimiento para producir entalladuras de fracturacién o secciones de entalladura de fracturaciéon en
un componente, en el que se forma la entalladura de fracturacién pasando varias veces sobre ella por medio de un
rayo laser.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para producir entalladuras de fracturacion o secciones de entalladura de fracturacion dispuestas
diametralmente una con respecto a otra en una pared periférica de un buje de cojinete de un componente a
fracturar, en el que el plano de fracturacion esta predeterminado por las entalladuras de fracturacion (4, 6) o las
secciones de entalladura de fracturacion, caracterizado por que el diametro del foco del rayo laser es esencialmente
menor que la anchura de la entalladura de fracturacion (4, 6) o de la seccion de entalladura de fracturacion, de modo
que su contorno se forma pasando varias veces sobre el componente con el rayo laser, siendo el diametro del foco
de la radiacion laser menor que 60 um, de preferencia aproximadamente 20 um.

2. Procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que el laser es un laser de vanadato.

3. Procedimiento segun la reivindicacion 1 o 2, en el que el diametro del foco del rayo laser es menor que 60 pm, de
preferencia aproximadamente 20 pm.

4. Procedimiento segun una de las reivindicaciones anteriores, en el que las zonas de borde periféricas de la
entalladura de fracturacion (4, 6) o de la seccion de entalladura de fracturacion se mecanizan posteriormente o se
depuran por medio de una activacion del laser.

5. Procedimiento segun una de las reivindicaciones anteriores, en el que el componente esta provisto de un
revestimiento (2).

6. Procedimiento segun la reivindicacion 5, en el que el componente es una biela revestida.
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